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EPBOARD 0700HT
Epoksi model levhasi
UYGULAMALAR

EPBOARD 0700HT, prepreg otoklav kalibi Gretiminde ana model yapimina uygun, ylksek sicakliga dayanikl epoksi
model levhasidir. Vakum sekillendirme kaliplarinda veya kiguk serili kompozit parga kaliplarinda dogrudan da
kullanilabilir.

OZELLIKLER

* Yuksek boyutsal kararlilk

« lyi tokluk, milkkemmel kenar kararlihgi
* Yiksek I1si dayanimi

* DUstk yogunluk

* Yuksek ylzey kalitesi

FiZIKSEL OZELLIKLER

Uriin EPBOARDO700HT
Renk Koyu mavi
Yogunluk 0,72-0.78g/cm3

MEKANIK OZELLIKLER

Test 6gesi Test yontemi EPBOARDO700HT
Tg/°C 1ISO11357:2002(DSC) 2150

Sertlik (25 °C) ISO 868:1985 272D

Isil genlesme katsayisi 1ISO11359-2:1999 <49*10-6K-1
Egilme modulli / MPa 1ISO178:2001 21800

Egilme dayanimi / MPa 1ISO178:2001 =38

Basma dayanimi / MPa 1SO604:2002 253

*Kir kosulu: yukaridaki veriler 65 °C 7 sa + 100 °C 1 sa + 130 °C 1 sa + 160 °C 8 sa son kur sonrasi test

sonuglarina dayanir.
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ISLEME ONERILERI:

Levhalarin yapistiriimasi:

1. Bloklari kesin, hazirlayin ve yapistirici kullanmadan én montaj yapin.
2. Birlesimin her iki ylzeyini 320 kum zimparayla zimparalayin.

3. Tozu basingli havayla temizleyin; ardindan yapistirilacak ylzeylerdeki kirleticileri aseton gibi uygun bir ¢dzicuyle
giderin.
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4. Yapistirmadan énce kalan ¢dzicindn buharlagsmasini bekleyin.
5. Disli spatula ile yaklasik 600 g epoksi yapistiriciyi birlesimin her iki yizeyine egit olarak uygulayin.

6. Yapistiricisi henlz islak iki ylzeyi birlestirin ve yapistirici birlesimden ¢gikmaya baslayana kadar esit basing
uygulayin. Fazla yapistiriciyi alin; birlesim kalinh@inin esit ve en fazla 1 mm oldugunu kontrol edin.

7. Levhalari hafifce sikistirarak veya istifin tim Ust ylzeyine agirlik yerlestirerek sabitleyin; bdylece levha boyunca
esit basing saglayin.

8. Sonraki islemeden 6nce yapistiricinin kiirlenmesi igin her zaman yeterli stire taniyin.

9. Sistemin azami 1sil 6zelliklerine ulasmak igin son kiir 6nerilir. Pargcanin otoklav icinde saatte en fazla 20 °C hizla
oda sicakhgina sogutulmasi dnerilir. Bu, levha ve yapistiricida zayif baga ve gerilim ¢atlaklarina yol acabilecek isil
soku onler.

Destekleme:

Levha, kendi agirigindan kaynaklanan asiri gerilimleri dnlemek igin yeterince desteklenmelidir. Blylik modellerde
sehimleri azaltmak ve tasimayi kolaylastirmak tzere ¢elik destek ¢ercevesi dnerilir. Destek veya gergeve yapisini
levhaya baglamak igin énerilen yapistiricilardan birini kullanin. Yiksek sicaklik levhalarina mekanik baglanti
yaparken dikkatli olun; 1sil genlesme katsayisi farklari isitma ve sogutma sirasinda ¢arpiimaya veya mikro c¢atlaklara
neden olabilir.

MEVCUT LEVHA BOYUTLARI

1500*500*50mm
1500*500*75mm
1500*500*100mm

KULLANIM ONLEMLERI:

lyi havalandirilan bir alanda calisin. Iisleme sirasinda cilt temasindan kaginin; eldiven, maske, koruyucu gézliik ve
giysi kullanin. Ayrintilar icin malzeme gtivenlik bilgi formuna bagvurun.
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NOT:

Yukaridaki veriler belirli kosullarda test edilmistir. Uygulamadaki islem ve kosullar degisebileceginden, kullanimdan
once gerektiginde test yapilmasi ve urintin gergek gereksinimi karsiladiginin dogrulanmasi onerilir. EPTEK,
drtnlerinin kendi en ylksek kalite yonetimi kurallarina uydugunu garanti eder.
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